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文一三佳科技股份有限公司 

关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

 

为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司 （以下简称“公

司”）2024年第三季度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 12 月 4日（星期三）上

午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了 2024 年第三季度业绩说

明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投

资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下： 

一、本次说明会召开情况  

公司已于 2024 年 10 月 23 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露了《文一科技关于召开 2024 年第三季度业绩说明会

的预告公告》（临 2024-050）。2024年 12 月 4 日上午，公司董事长杨林先生，董事

总经理丁宁先生，副董事长、常务副总经理、财务总监胡凯先生，独立董事储昭碧先

生，董事会秘书夏军先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2024 年第三季度经营成果、

财务状况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 

二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况  

本次业绩说明会，公司就本次会上投资者提出的主要问题及预征集的问题给予了

回答。现将本次业绩说明会提出的主要问题及答复情况整理如下： 

1、预征集问题：请问合肥国资入主公司的进展如何，控股股东的股票解质押进展？ 



回复：据了解，截止目前，“合肥国资入主公司”该权益变动事项现处于有权国

资部门审批流程中，该事项能否最终完成实施及完成时间尚存在不确定性。本次权益

变动涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者

关注相关公告并注意投资风险。 

关于控股股东的股票解质押进展情况，目前我公司控股股东正与质权人商谈股票

解质押事宜。公司将持续关注相关事项的进展，并根据有关规定及时履行信息披露义

务。 

2、预征集问题：文一科技曾在 2023 年半年报中介绍，针对先进封装技术的进步

和市场需求的增加，公司正在研发满足先进封装（晶圆级封装）用模具和设备。在 2023

年年报、2024 年半年报，文一科技并未对扇出型晶圆级封装产品研发进展进行披露。

请问扇出型设备的研发进展进度怎样了？ 

回复：公司扇出型晶圆级封装设备第一阶段已研发完成，即第一台手动样机已研

发完成。后续研发还有很多难关需要解决且存在不确定性，主要受限于技术因素和市

场因素不确定的影响。截止目前，针对该设备的研发进展，我公司未有应披露而未披

露信息。 

3、预征集问题：公司为合肥文一半导体购买的商办楼预计何时投入正式使用，将

用来具体研发的项目是什么？公司在合肥购置 2000 平方米的办公楼层，未来是否将研

发重心转移至合肥，迎合合肥国资入主的需求？ 

回复：我公司全资子公司文一三佳（合肥）半导体有限公司（以下简称“文一半

导体”）购买的商办楼于 2024 年 11 月 12 日刚办理完交房手续，何时投入正式使用将

根据我公司具体经营情况确定。 

文一半导体购买该商办楼的目的是出于文一科技研究院（2023 年 10 月 27 日经公

司董事会批准设立）、文一半导体的实际经营办公场所长远需求考虑的，将依托于安

徽省合肥市区域优势，更好的与高校、科研院所开展技术合作、提升公司研发能力，



也更方便于招募研发人才、留住人才、稳定人才队伍。 

该交易决策是于 2024 年 2 月 4 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过的，而

合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投”）以协议受让的方式收

购三佳集团、瑞真商业合计持有文一科技 26,993,865 股普通股股份（占文一科技总股

本的 17.04%）的事项，即所谓“合肥国资入主”事项发生在 2024 年 10 月 15 日。该

交易决策时，“合肥国资入主”事项尚未开始筹划，不存在“迎合合肥国资入主的需

求”一说。 

4、预征集问题：近日，《每日经济新闻》记者前往文一半导体注册地址，注意到

该地点无人办公与生产，公司此前称是合肥工厂的地址，请问该工厂何时投入生产，

将用于生产什么产品，在该注册地外立面有“人形机器人产业基地”字样，是否未来

公司会进军人形机器人领域。 

回复：文一三佳（合肥）半导体有限公司（以下简称“文一半导体”）主要围绕我

公司主营产品及新品而做的项目研发工作。该公司经营范围为半导体器件专用设备制

造；半导体器件专用设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销

售，机械设备研发：机械设备销售等。其所租赁场所之外立面的“人形机器人产业基

地”字样并非我公司设置。文一半导体租赁地址尚未启用，文一半导体的人员暂时在

铜陵上市公司总部办公。截止目前，我公司没有进军人形机器人领域的计划。 

5、预征集问题：贵司中远期是否还有并购设想？ 

回复：截至目前，公司暂未有并购计划。 

6、投资者提问：请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势，目前的市场表现如

何？ 

回复：我公司致力于用国产装备助力于中国制造，创造价值 、贡献社会。在半导

体封装模具及设备领域深耕 30余年，紧贴市场发展新趋势，研发新产品、新技术。公

司目前研发的新技术包括但不限于能在玻璃基板上面进行芯片先进封装等相关技术、



面板级扇出型晶圆封装等相关技术的研究，等等。截止目前，公司拥有专利约 140件，

其中发明专利约 70件。公司技术研发实力较为深厚，是国产半导体封装模具及设备领

域的重要供应商。有关公司技术方面的其它优势，请参考公司以往披露的定期报告。  

7、投资者提问：请问公司在封装领域是否有布局？ 

回复：公司将继续聚焦主业，我公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备

板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 

三、其他说明  

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中

心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看。非常感谢各位投资者参加公司本

次业绩说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表

示衷心感谢！ 

特此公告。 

 

 

文一三佳科技股份有限公司董事会 

                                                  二○二四年十二月四日 


